LICENCIA Z MATERIALOVOTECHNOLOGICKEJ FAKULTY

Opisom technologie pod ndzvom Méakka aktivna spajka na ultrazvukové spajkovanie nekovovych a kovovych
alebo dvoch nekovovych materidlov pri vyssich aplikacnych teplotach, povodcov technologie zamestnancov
Materidlovotechnologickej fakulty STU, a to prof. Ing. Romana Kolenidka, PhD. a Ing. Igora Kostolného,PhD., sa
zaobera ¢lanok USPECHY KOMERCIALIZACIE NA STU V BRATISLAVE, uverejneny v bulletine
TRANSFER TECHNOLOGII 1/2023.

Hlavnou konkurené¢nou vyhodou technologie bola skuto¢nost’, Ze nova zliatina mala vynikajucu zmacavost’ na
Sirokej skale keramickych a tazko spajkovatel'nych kovovych materidlov a zarovenl dosahovala podobna pevnost’
spoja ako konkuren¢néa S-Bond spajka Sn-Ag-Ti, pricom vzhl'adom na to, Ze neobsahovala striebro, bola lacnejsia.
Z uveden¢ho dovodu sa pristipilo k podaniu medzinarodnej prihlaSky podla Zmluvy o patentovej spolupraci
(PCT) na vynalez. Finan¢né prostriedky na PCT prihlaSku boli pouzité z patentového fondu CVTI SR.



Zdroj: https://ttb.sk/wp-content/uploads/2023/04/WEB_ttb 1 2023-1.pdf



https://ttb.sk/wp-content/uploads/2023/04/WEB_ttb_1_2023-1.pdf

